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유지하는 컨택트 홀더(242)를 구비한다.  전력 컨택트는 전력 단자(220)와의 분리가능한 전력 접속을 생성하도록

전력 단자(220)에 대하여 스프링 편향된다.  상부 덮개 조립체(232)는 베이스 링(240)에 결합된다.  상부 덮개

조립체(232)는 베이스 링(240)을 둘러싸는 칼라(260)를 구비한다.  상부 덮개 조립체(232)는 칼라(260)를 베이스

링(240)에 결합하도록 베이스 링(240)의 고정 특징부와 맞물리는 고정 특징부를 구비한다.  칼라(260)는 캐비티

(266)를 구비하며, 광학 부품(234)은 캐비티(266) 내에 수용된다.  광학 부품(234)은, LED 패키지(216)로부터의

광을 수신하도록 배치되고, LED 패키지(216)에 의해 생성되는 광을 방출하도록 구성된다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

광 모듈(210)로서, 

전력 단자(220)를 갖는 LED 패키지(216)를 구비하는 광 엔진(214), 

상기 광 엔진(214)을 유지하고, 지지 구조에 장착되도록 구성되는 베이스 링(240)을 구비하는, 베이스 링 조립

체(230) ― 상기 베이스 링(240)은 고정 특징부(securing feature; 245)를 구비하고, 상기 베이스 링 조립체

(230)는 전력 컨택트(254)를 유지하는 컨택트 홀더(242)를 구비하고, 상기 전력 컨택트(254)는 상기 전력 단자

(220)와의 분리가능한 전력 접속을 생성하도록 상기 전력 단자(220)에 대하여 스프링 편향됨(spring biased),

상기 베이스 링 조립체(230)는 상기 LED 패키지(216)가 상기 컨택트 홀더(242)와 상기 지지 구조 사이에 위치되

도록 상기 광 엔진(214)을 유지함 ― ;

상기 베이스 링(240)에 결합되고, 상기 베이스 링(240)을 둘러싸는 칼라(collar; 260)를 구비하고, 상기 베이스

링(240)의 상기 고정 특징부(245)와 맞물려 상기 칼라(260)를 상기 베이스 링(240)에 결합시키는 고정 특징부

(276)를 구비하는, 상부 덮개 조립체(232) ― 상기 칼라(260)는 캐비티(266)를 구비함 ― ; 및

상기 캐비티(266) 내에 수용되고, 상기 LED 패키지(216)로부터의 광을 수신하도록 배치되며, 상기 LED 패키지

(216)에 의해 생성되는 광을 방출하도록 구성되는, 광학 부품(234)

을 포함하는, 광 모듈(210).

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 컨택트 홀더(242)는 전력 커넥터(310)에 전기적으로 접속되도록 구성되는 분리가능한 전력 커넥터 인터페

이스(308)를 구비하는 회로 기판(302)을 포함하고, 

상기 회로 기판(302)은 상기 전력 컨택트(254)를 유지하고, 

상기 전력 컨택트(254)는 상기 회로 기판(302)의 회로에 의해 상기 전력 커넥터 인터페이스(308)에 전기적으로

접속되는, 

광 모듈(210).

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 전력 컨택트(254)는 상기 전력 단자(220)와 맞물리는 정합 인터페이스(286)를 구비하는 스프링 빔(284)을

포함하고, 

상기 스프링 빔(284)은 상기 전력 단자(220)를 가압하는 스프링력을 제공하기 위해 상기 전력 단자(220)에 대하

여 편향되는, 

광 모듈(210).

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 컨택트 홀더(242)는 하부 표면(280)을 갖는 유전체를 포함하고, 

상기 유전체는 상기 하부 표면(280)에 개방되어 형성되는 채널(282)을 포함하고, 

상기 전력 컨택트(254)는 대응하는 채널(282)에 수용되고 상기 하부 표면(280)에서 노출되며, 
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상기 하부 표면(280)은 상기 LED 패키지(216)와 맞물리고, 상기 전력 컨택트(254)는 상기 하부 표면(280)을 통

해 상기 전력 단자(220)와 맞물리는, 

광 모듈(210).

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기 상부 덮개 조립체(232) 및 상기 베이스 링 조립체(230) 사이에 위치하는 가압 스프링(262)을 더 포함하고,

상기 가압 스프링(262)은 상기 컨택트 홀더(242)가 상기 LED 패키지(216)로 향하도록 상기 LED 패키지(216)의

방향으로 상기 컨택트 홀더(242) 상에 편향력을 제공하는,

광 모듈(210).

청구항 6 

제 1 항에 있어서,

상기 상부 덮개 조립체(232) 및 상기 베이스 링 조립체(230) 사이에 위치하는 가압 스프링(262)을 더 포함하고, 

상기 가압 스프링(262)은 상기 컨택트 홀더(242)와 맞물리고, 

상기 컨택트 홀더(242)는 상기 LED 패키지(216)와 맞물리고, 

상기 가압 스프링(262)은 상기 LED 패키지(216)가 상기 지지 구조를 형성하는 히트 싱크(294)를 가압하도록 상

기 컨택트 홀더(242)를 상기 LED 패키지(216) 내로 향하게 하는, 

광 모듈(210).

청구항 7 

제 1 항에 있어서,

상기 컨택트 홀더(242)는 상기 LED 패키지(216)로부터 분리되는 별개의 회로 기판(302)을 포함하고, 

상기 전력 컨택트(254)는 상기 회로 기판(302)과 상기 LED 패키지(216)를 상호 접속시키고, 

상기 컨택트 홀더(242)는 상기 LED 패키지(216)와 맞물리는 스탠드오프(stand off; 320)를 구비하고, 

상기 LED 패키지(216)의 방향으로의 상기 회로 기판(302) 상의 압력은 상기 스탠드오프(320)에 의해, 상기 LED

패키지(216)에 전달되는, 

광 모듈(210).

청구항 8 

제 1 항에 있어서,

상기 고정 특징부(245, 276)는 상기 상부 덮개 조립체(232)를 상기 베이스 링 조립체(230)에 나사식으로 결합하

기 위해 서로 맞물리는,

광 모듈(210).

청구항 9 

제 1 항에 있어서,

상기 상부 덮개 조립체(232)는 상기 칼라(260)에 이동가능하게 결합되는 광학 홀더(264)를 포함하고,

상기 광학 부품(234)은 상기 광학 홀더(264)에 의해 유지되고, 

상기 광학 부품(234)은, 상기 광학 홀더(264)가 상기 칼라(260)에 대하여 이동할 때, 상기 LED 패키지(216)를

향하여 그리고 상기 LED 패키지로부터 멀어지는 방향으로 이동가능한, 
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광 모듈(210).

청구항 10 

제 1 항에 있어서,

상기 베이스 링 조립체(230)의 고정 특징부(245)는 상기 베이스 링(240)을 다른 구조에 고정하도록 구성되는 파

스너(fastener; 244)를 포함하고, 

상기 상부 덮개 조립체(232)의 고정 특징부(276)는 상기 칼라(260)에 결합되는 가압 스프링을 포함하고, 

상기 가압 스프링은 상기 가압 스프링을 상기 파스너에 고정하기 위해 상기 파스너에 베이요넷식(bayonet typ

e)으로 접속하는, 

광 모듈(210).

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 일반적으로 고체 조명 시스템에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는, 발광 다이오드(LED) 광 모듈에[0001]

관한 것이다.

배 경 기 술

고체 광 조명 시스템은 발광 다이오드(LED) 등의 고체(solid-state) 광원을 사용하며, 백열 또는 형광 램프와[0002]

같은, 다른 유형의 광원을 사용하는 다른 조명 시스템을 대체하기 위해 사용되고 있다.  고체 광원은 상기 램프

들에 비해, 고속 턴 온(turn on), 고속 사이클링(온-오프-온), 유용한 장기 수명, 저 전력 소비, 요구되는 색을

제공하는 데 컬러 필터가 필요없는 좁은 발광 대역폭 등과 같은 이점을 갖는다. 

고체 조명 시스템은 통상적으로 최종 시스템을 완성하기 위해 함께 조립되는 상이한 부품들을 포함한다.  예를[0003]

들어, 상기 시스템은 통상적으로 광 엔진, 광학 부품 및 전원으로 구성된다.  조명 시스템을 조립하는 고객이

개별적인 부품들의 각각을 위해 많은 상이한 공급자에게 찾아간 후 상이한 제조사들로부터의 상이한 부품들 함

께 조립하는 것은 드문 일이 아니다.  상이한 출처로부터 다양한 부품들을 구매하는 것은 기능 시스템 내로의

집적을 어렵게 하는 것으로 보인다.  이러한 비-집적 방안으로는 효율적으로 조명 기구(lighting fixture) 내에

최종 조명 시스템을 효과적으로 패키징할 수 없다.

고체 조명 시스템의 광 엔진은 일반적으로 회로 기판에 솔더링되는 LED를 포함한다.  회로 기판은 조명 기구에[0004]

장착되도록 구성된다.  조명 기구는 LED에 전력을 공급하는 전원을 포함한다.  통상적으로, 회로 기판은 회로

기판과 기구에 솔더링되는 와이어를 사용하여 조명 기구에 배선된다.  일반적으로, 회로 기판을 조명 기구의 전

원에 배선하는 것은 몇몇 와이어와 접속(connection)이 필요하다.  각 와이어는 회로 기판과 조명 기구 사이에

서 개별적으로 접속되어야 한다.

회로 기판에 다수의 와이어를 배선하는 것은 일반적으로 상당한 양의 시간과 공간이 필요로 한다.  공간이 한정[0005]

되어 있는 기구에서는, 와이어들은 접속하기 위해 부가적인 시간을 필요로 할 수 있다.  부가적으로, 다수의 와

이어를 접속하려면 다수의 종단부가 필요하므로, LED를 접속하는 데 필요한 시간이 증가한다.  게다가, 다수의

와이어를 사용하면 조명 시스템을 오배선(mis-wiring)의 가능성이 증가한다.  특히, LED 조명 기구는 종종 비숙

련 노동자에 의해 설치되며, 따라서 오배선의 가능성이 증가한다.  조명 시스템을 오배선함으로 인해 LED에 상

당한 손상을 야기할 수 있다.  또한, 와이어들이 회로 기판과 기구 사이에서 솔더링되어 있는 시스템에서는, 와

이어 및 회로 기판을 교체하기 어려워진다.

뿐만 아니라, 광 엔진에서는 통상적으로 많은 열이 발생하므로, 히트 싱크(heat sink)를 사용하여 열을 시스템[0006]

으로부터 방산시키는 것이 바람직하다.  지금까지는, LED 제조사에서는 광 엔진으로부터의 열을 효율적으로 방

산시키는 열 인터페이스(heat interface)를 설계하는 데 있어서 어려움을 겪어 왔다.

이에 따라, 전력이 효율적으로 공급될 수 있는 조명 시스템이 필요하다.  열이 적절히 방산되는 LED를 구비하는[0007]

조명 시스템이 필요하다.  효율적이며 경제적으로 조립되는, LED를 구비하는 조명 시스템이 필요하다.  최종 용

도를 위해 효율적으로 구성될 수 있는 조명 시스템이 필요하다.
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발명의 내용

전력 단자를 갖는 LED 패키지를 갖는 광 엔진을 구비하는 광 모듈을 제공한다.  베이스 링 조립체는 광 엔진을[0008]

유지한다.  베이스 링 조립체는 지지 구조에 장착되도록 구성되는 베이스 링을 구비한다.  베이스 링은 고정 특

징부를 구비한다.  베이스 링 조립체는 전력 컨택트를 유지하는 컨택트 홀더를 구비한다.  전력 컨택트는 전력

단자와의 분리가능한 전력 접속을 생성하도록 전력 단자에 대하여 스프링 편향된다(spring biased).  상부 덮개

조립체는 베이스 링에 결합된다.  상부 덮개 조립체는 베이스 링을 둘러싸는 칼라(collar)를 구비한다.  상부

덮개 조립체는 칼라를 베이스 링에 결합하도록 베이스 링의 고정 특징부와 맞물리는 고정 특징부를 구비한다.

칼라는 캐비티를 구비하며, 광학 부품은 캐비티 내에 수용된다.  광학 부품은, LED 패키지로부터의 광을 수신하

도록 배치되고, LED 패키지에 의해 생성되는 광을 방출하도록 구성된다.

도면의 간단한 설명

도 1은 전자 장치에서 사용하기 위해 예시적인 실시예에 따라 형성되는 광 모듈을 도시한다.[0009]

도 2는 도 1에 도시되는 광 모듈의 분해도이다.

도 3은 도 2에 도시되는 광 모듈에 대한 컨택트 홀더의 하부 사시도이다.

도 4는 조립된 상태의 광 모듈의 부분 단면도이다.

도 5는 대안적인 실시예에 따라 형성되는 대안적인 컨택트 홀더의 하부 사시도이다.

도 6은 예시적인 실시예에 따라 형성되는 광 모듈의 부분 단면도이다.

도 7은 다른 대안적인 광 모듈의 분해도이다.

도 8은 조립된 상태에 있는 도 7에 도시되는 광 모듈의 상부 사시도이다.

도 9는 조립된 상태에 있는 도 7에 도시되는 광 모듈의 단면도이다.

도 10은 예시적인 실시예에 따라 형성되는 대안적인 컨택트 홀더의 하부 사시도이다.

도 11은 도 10에 도시되는 컨택트 홀더를 유지하는 예시적인 실시예에 따라 형성되는 광 모듈의 부분 단면도이

다.

도 12는 도 11에 도시되는 광 모듈의 분해도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명을 예를 들어 설명한다.[0010]

일 실시예에서, 전력 단자를 갖는 LED 패키지를 갖는 광 엔진을 구비하는 광 모듈을 제공한다.  베이스 링 조립[0011]

체는 광 엔진을 유지한다.  베이스 링 조립체는 지지 구조에 장착되도록 구성되는 베이스 링을 구비한다.  베이

스 링은 고정 특징부를 구비한다.  베이스 링 조립체는 전력 컨택트를 유지하는 컨택트 홀더를 구비한다.  전력

컨택트는 전력 단자와의 분리가능한 전력 접속을 생성하도록 전력 단자에 대하여 스프링 편향된다.  상부 덮개

조립체는 베이스 링에 결합된다.  상부 덮개 조립체는 베이스 링을 둘러싸는 칼라를 구비한다.  상부 덮개 조립

체는 칼라를 베이스 링에 결합하도록 베이스 링의 고정 특징부와 맞물리는 고정 특징부를 구비한다.  칼라는 캐

비티를 구비하며, 광학 부품은 캐비티 내에 수용된다.  광학 부품은, LED 패키지로부터의 광을 수신하도록 배치

되고, LED 패키지에 의해 생성되는 광을 방출하도록 구성된다.

다른 일 실시예에서, 전력 단자를 갖는 LED 패키지를 갖는 광 엔진을 구비하는 광 모듈을 제공한다.  베이스 링[0012]

조립체는 광 엔진을 유지한다.  베이스 링 조립체는 지지 구조에 장착되도록 구성되는 베이스 링을 구비한다.

베이스 링 조립체는 전력 컨택트를 유지하는 컨택트 홀더를 구비한다.  전력 컨택트는 전력 단자에 전기적으로

접속된다.  상부 덮개 조립체는 베이스 링에 결합된다.  상부 덮개 조립체는 캐비티를 정의하는 칼라를 구비한

다.  상부 덮개 조립체는 칼라와 베이스 링 조립체 간에 배치된 가압 스프링을 구비한다.  가압 스프링은 컨택

트 홀더를 LED 패키지에 대하여 편향시키도록 컨택트 홀더와 맞물린다.  광학 부품은 칼라에 결합되며, 캐비티

내에 수용된다.  광학 부품은, LED 패키지로부터의 광을 수신하도록 배치되고, LED 패키지에 의해 생성되는 광

을 방출하도록 구성된다.

또 다른 일 실시예에서, 전력 단자를 갖는 LED 패키지를 갖는 광 엔진을 구비하는 광 모듈을 제공한다.  베이스[0013]
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링 조립체는 광 엔진을 유지한다.  베이스 링 조립체는 지지 구조와 고정 특징부에 장착되도록 구성되는 베이스

링을 구비한다.  베이스 링 조립체는 전력 컨택트를 유지하는 컨택트 홀더를 구비한다.  전력 컨택트는 전력 단

자와의 분리가능한 전력 접속을 생성하도록 전력 단자에 대하여 스프링 편향된다.  상부 덮개 조립체는 베이스

링에 결합된다.  상부 덮개 조립체는 베이스 링을 둘러싸는 칼라를 구비하며, 칼라를 베이스 링에 결합하도록

베이스 링의 고정 특징부와 맞물리는 고정 특징부를 구비한다.  칼라는 캐비티를 구비하며, 광학 홀더는 칼라에

이동가능하게 결합된다.  광학 부품은 캐비티 내의 광학 홀더에 의해 유지된다.  광학 부품은 LED 패키지로부터

의 광을 수신하도록 배치된다.  광학 부품은 LED 패키지에 의해 생성되는 광을 방출하도록 구성된다.  광학 부

품은, 광학 홀더가 칼라에 대하여 이동할 때, LED 패키지를 향하여 그리고 LED 패키지로부터 멀어지는 방향으로

이동가능하다.

도 1은 (도 1에서 개략적으로 표현되는) 장치(212)에서 사용하기 위한 광 모듈(210)을 도시한다.  광 모듈(21[0014]

0)은 장치(212)를 위한 광을 생성한다.  장치(212)는 조명 기구과 같은, 임의의 유형의 조명 장치일 수 있다.

예시적인 실시예에서, 장치(212)는 캔 조명 기구(can light fixture)일 수 있지만, 광 모듈(210)은 대안적인 실

시예에서 다른 유형의 조명 장치와 함께 사용될 수 있다.

도 2는 광 모듈(210)의 분해도이다.  광 모듈(210)은 LED 패키지(216)를 포함하는 광 엔진(214)을 포함한다.[0015]

LED 패키지(216)는 광 엔진(214)에 전력이 공급되면 LED 패키지로부터 발광하도록 구성되는 표면을 가지는 다이

오드(222)뿐만 아니라 복수의 전력 단자(220)를 표면에 갖는 기판(218)을 구비한다.  예시적인 실시예에서 다이

오드(222)는 반도체이다.

광 모듈(210)은 광 엔진(214)을 유지하는 베이스 링 조립체(230)를 포함한다.  광 모듈(210)은 베이스 링 조립[0016]

체(230)에 결합되도록 구성되는 상부 덮개 조립체(232)를 포함한다.  광 모듈(210)은 베이스 링 조립체(230) 내

의 상부 덮개 조립체(232)에 의해 유지되는 광학 부품(234)을 포함한다.  광학 부품(234)은 LED 패키지(216)로

부터 방출되는 광을 수신하도록 배치된다.  예를 들어, 광학 부품(234)은 LED 패키지(216)에 인접하는 베이스

링 조립체(230) 내에 유지될 수 있다.  도시되는 실시예에서, 광학 부품(234)은 반사기(reflector)를 구성한다.

광학 부품(234)은 대안적인 실시예에서 렌즈와 같은, 다른 유형의 부품일 수 있다.  도시되는 실시예에서, 반사

기는 금속화 플라스틱 본체로 제조된다.  대안적으로, 반사기는 금속 물질로 제조될 수 있다.  광학 부품(234)

은 광 모듈(210)로부터 LED 패키지(216)에 의해 생성되는 광을 방출한다.

광  모듈(210)은  전력  커넥터(236)를  포함한다.   전력  커넥터(236)는  전력  케이블(238)을  포함한다.[0017]

선택적으로, 전력 커넥터(236)는 전력 케이블(238)의 일단부에 종단되는 전기 커넥터를 포함할 수 있다.  전력

커넥터(236)는 광 엔진(214)에 전기적으로 접속되어 LED 패키지(216)에 전력을 공급하도록 구성된다.

베이스 링 조립체(230)는 베이스 링(240)  및 베이스 링(240)에 의해 유지되는 컨택트 홀더(242)를 포함한다.[0018]

베이스 링(240)은 장치(212)와 같은, 다른 구조에 고정되도록 구성된다.  베이스 링(240)은 파스너(fastener;

244)를 사용하여 상기 구조에 고정될 수 있으며, 이러한 파스너는 대안적인 실시예에서 나사형(threaded) 파스

너 또는 다른 유형의 파스너일 수 있다.  선택적으로, 베이스 링(240)의 구조는 광 엔진(214)에 의해 생성되는

열을 방산하도록 구성되는 히트 싱크에 고정될 수 있다.  베이스 링(240)은 상부 덮개 조립체(232)를 베이스 링

조립체(230)에 고정하는 데 사용되는 하나 이상의 고정 특징부(securing features; 245)를 포함한다.  도시되는

실시예에서,  고정 특징부(245)는 베이스 링(240)  상의 외부 나사(thread)를 구성한다.   리세스 트랙(recess

track), 돌출부, 파스너, 래치 등과 같은 다른 유형의 고정 특징부가 대안적인 실시예들에서 이용될 수 있다.

베이스 링(240)은 베이스 링(240)의 하부에 개구부(246)를 포함한다.  개구부(246)는 LED 패키지(216)를 수용한[0019]

다.  개구부(246)가 하부에서 개방되어 있으므로, LED 패키지(216)는 히트 싱크 또는 베이스 링(240)이 장착되

는 다른 구조 상에 배치되도록 구성된다.  LED 패키지(216)는 상부 및/또는 하부로부터 개구부(246) 내로 탑재

될 수 있다.  예시적인 실시예에서, 베이스 링(240)이 장착되어 있는 구조에 베이스 링(240)이 고정된 상태에

있는 동안, LED 패키지(216)는 개구부(246)로부터 제거될 수 있다.  예를 들어, 베이스 링(240)을 제거하기 않

으면서, LED 패키지(216)는 제거되고 상이한 LED 패키지(216)로 교체될 수 있다.  LED 패키지(216)에 고장이 발

생하고 그리고/또는 상이한 조명 효과를 갖는 상이한 LED 패키지를 요구되는 경우, LED 패키지(216)는 교체될

수 있다.  선택적으로, LED 패키지(216)는 마찰 끼워 맞춤(friction fit)에 의해 개구부(246) 내에 유지될 수

있다.  LED 패키지(216)를 베이스 링(240) 내에 유지하기 위해 다른 유형의 고정 수단이 대안적인 실시예에서

이용될 수 있다.  예를 들어, LED 패키지(216)를 베이스 링(240) 내에 유지하기 위해 컨택트 홀더(242)가 이용

될 수 있다.

컨택트 홀더(242)는 베이스 링(240)의 캐비티(cavity;  248)  내에 수용된다.  컨택트 홀더(242)는 베이스 링[0020]
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(240)에 수용되는, 플라스틱 본체와 같은, 유전 물질을 포함한다.  선택적으로, 컨택트 홀더(242)는 억지 끼워

맞춤(interference fit)에 의해 캐비티(248) 내에 유지될 수 있다.  대안적으로, 파스너와 같은, 컨택트 홀더

(242)를 베이스 링(240) 내에 유지하기 위해 다른 고정 수단이 이용될 수 있다.  선택적으로, 컨택트 홀더(24

2)는 컨택트 홀더(242)와 베이스 링(240) 사이의 억지 끼워 맞춤을 제공하기 위해 외주 둘레에 베이스 링(240)

과 맞물리는 크러시 리브(crush rib) 또는 다른 특징부를 포함할 수 있다.  컨택트 홀더(242)는 개구부(250)를

포함한다.  베이스 링 조립체(230)가 조립되는 경우, 다이오드(222)로부터 방출되는 광이 개구부(250)를 통하도

록, 개구부(250)는 다이오드(222)와 정렬된다.  선택적으로, 컨택트 홀더(242)는 개구부(250)로부터 상측으로

그리고 외측으로 연장되는 경사 벽(252)을 포함할 수 있다.  경사 벽(252)은 다이오드(222)로부터 방출되는 광

이 비스듬한 각도로 다이오드(222)로부터 외측으로 향하게 한다.

컨택트 홀더(242)는 (도 3에 도시되는) 복수의 전력 컨택트(254)를 유지한다.  광 모듈(210)이 조립되는 경우,[0021]

전력 컨택트(254)는 광 엔진(214)에서 전력 단자(220)와 맞물린다.  전력 컨택트(254)는 전력 커넥터(236)에 종

단되도록 구성된다.  전력은 전력 케이블(238)로부터 전력 커넥터(236)를 통해 전력 컨택트(254)에 전달된다.

전력은 전력 컨택트(254)를 통해 전력 단자(220)에 전달된다.  예시적인 실시예에서, 전력 컨택트(254)는 전력

단자(220)와 분리가능한 전력 접속을 생성하기 위해 전력 단자(220)에 대하여 스프링 편향된다.  예를 들어, 예

시적인 실시예에서, 전력 컨택트(254)는 전력 단자(220)에 스프링력(spring force)을 가하는 스프링 컨택트를

구성한다.  예시적인 실시예에서, 컨택트 홀더(242)는 광 엔진(214)에 대하여 스프링 편향되며, 이는 전력 컨택

트(254)를 전력 단자(220)에 대하여 유지한다.

상부 덮개 조립체(232)는 베이스 링 조립체(230)에 결합되도록 구성되는 칼라(collar; 260)를 포함한다.  예를[0022]

들어, 칼라(260)는 베이스 링(240)에 나사식으로 결합될 수 있다.  상부 덮개 조립체(232)는 상부 덮개 조립체

(232)의 칼라(260)와 베이스 링 조립체(230) 사이에 배치되도록 구성되는 가압 스프링(262)을 포함한다.  상부

덮개 조립체(232)는 광학 부품(234)을 유지하는 광학 홀더(264)를 포함한다.  광학 홀더(264)는 칼라(260)에 결

합되도록 구성된다.  예시적인 실시예에서, 광학 홀더(264)는, 칼라(260)의 위치에 대한 광학 홀더(264)의 상대

위치가 변할 수 있도록, 칼라(260)에 이동가능하게 결합된다.  따라서, 광학 부품(234)의 위치는 칼라(260)에

대하여 변할 수 있다.

칼라(260)는 캐비티(266)를 정의하는 본체를 포함한다.  칼라(260)의 본체는 플라스틱 물질과 같은, 유전 물질[0023]

로 제조될 수 있다.  대안적으로, 칼라(260)의 본체는 금속 물질과 같은, 다른 물질로 제조될 수 있다.  칼라

(260)는 캐비티(266)의 하부에 개구부(268)를 갖는다.  광 모듈(210)이 조립되는 경우, 개구부(268)는 다이오드

(222)로부터 방출되는 광이 광 모듈(210)로부터 방출되도록 컨택트 홀더(242)의 개구부(250) 및 다이오드(222)

와 정렬된다.

도시되는 실시예에서, 칼라(260)는 칼라(260)의 상부(272) 근처에 내부 나사(270)를 구비한다.  광학 홀더(26[0024]

4)는 광학 홀더(264)를 칼라(260)에 고정하기 위해 나사(270)와 맞물리는 (도 4에 도시되는) 대응하는 나사

(274)를 포함할 수 있다.  칼라(260)에 대한 광학 홀더(264)의 수직 위치는 칼라(260)에 대하여 광학 홀더(26

4)를 회전시킴으로써 제어될 수 있다.  예를 들어, 시계 방향과 같은, 한 방향으로의 광학 홀더(264)의 회전은

광학 홀더(264)를 캐비티(266) 내로 낮출 수 있다.  반시계 방향과 같은, 반대 방향으로의 광학 홀더(264)의 회

전은 캐비티(266) 내의 광학 홀더(264)의 위치가 상승하게 된다.  따라서, 광학 부품(234)의 위치는, 광학 홀더

(264)를 한 방향 또는 다른 방향으로 회전시킴으로써, 상승 또는 하강할 수 있다.  다이오드(222)에 대한 광학

부품(234)의 위치를 변경함으로써 광 모듈(210)로부터 출력되는 광에 영향을 끼칠 수 있다.  예를 들어, 광 모

듈(210)로부터 방출되는 광의 조명각은, 광학 부품(234)을 다이오드(222)로부터 더욱 멀리 또는 다이오드에 더

욱 가깝게 배치함으로써, 증가 또는 감소될 수 있다.

도 3은 전력 커넥터(236)가 접속된 컨택트 홀더(242)의 하부 사시도이다.  컨택트 홀더(242)는 하부 표면(280)[0025]

및 하부 표면(280)에 개방되어 형성되는 복수의 채널(282)을 구비한다.  전력 컨택트(254)는, 대응하는 채널

(282) 내에 수용되며, 하부 표면(280)에 노출된다.  컨택트 홀더(242)가 (도 2에 도시되는) 베이스 링(240) 내

에 탑재되는 경우, 하부 표면(280)은 (도 2에 도시되는) LED 패키지(216)와 맞물리고, 전력 컨택트(254)는 하부

표면(280)을 통해 (도 2에 도시되는) 전력 단자(220)와 맞물린다.

도시되는  실시예에서,  전력  컨택트(254)는  정합  인터페이스(286)를  표면에  구비하는  스프링  빔(284)을[0026]

포함한다.  정합 인터페이스(286)는 전력 단자(220)가 장착될 때 전력 단자(220)와 맞물리도록 구성된다.  스프

링 빔(284)은 컨택트 홀더(242)가 LED 패키지(216)에 장착될 때 편향될 수 있다.  이러한 편향으로 인해, 스프

링 빔(284)이 전력 단자(220)에 대하여 스프링 편향되어 전력 단자(220)에 대한 스프링력을 제공하게 된다.  
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정합 인터페이스(286) 맞은편의 전력 컨택트(254)의 단부는 전력 케이블(238)의 대응하는 와이어에 종단되도록[0027]

구성된다.  도시되는 실시예에서, 전력 컨택트(254)는 단부에서 전력 케이블(238)의 와이어에 전기적으로 접속

되는 절연 변위 컨택트(288)를 구비한다.  전력 컨택트(254)는 상이한 유형의 전기적 접속을 이용하여 전력 케

이블(238)의  와이어에 전기적으로 접속될 수 있다.   예를 들어,  와이어는 전력 컨택트(254)에  솔더링될 수

있다.  전력 케이블(238)의 와이어는 단부에서 전력 컨택트(254)에 전기적으로 접속되는 정합 컨택트를 포함할

수 있다.  회로 기판은, 회로 기판에 종단되는 전력 컨택트(254) 및 회로 기판에 종단되는 전력 케이블(238)의

개별적인 와이어와 함께 이용될 수 있다.

예시적인 실시예에서, 온도 센서(290)는 컨택트 홀더(242)에 의해 유지된다.  온도 센서(290)는 온도 센서 컨택[0028]

트(292)에 의해 전력 케이블(238)의 와이어에 전기적으로 접속된다.  도시되는 실시예에서, 온도 센서(290)는

LED 패키지(216)에 전기적으로 접속되어 LED 패키지(216) 및/또는 다이오드(222)의 온도를 모니터링하도록 구성

되는 합성기(compositor)를 구성한다.  온도 센서(290)는 LED 패키지(216)로 장착되기 위해 하부 표면(280)에

노출된다.

도 4는 조립 상태의 광 모듈(210)의 부분 단면도이다.  광 모듈(210)은 히트 싱크(294)에 장착되는 것으로 도시[0029]

되어 있다.  조립 동안, 베이스 링(240)은 히트 싱크(294)에 장착된다.  LED 패키지(216)는 컨택트 홀더(242)의

하부 표면(280)이 기판(218)과 맞물리도록 컨택트 홀더(242)에 탑재된다.  대안적으로, LED 패키지(216)는 컨택

트 홀더(242) 내로 탑재되기보다는 베이스 링(240)의 개구부(246) 내로 탑재될 수 있다.  이어서, 컨택트 홀더

(242)와 LED 패키지(216)는, 베이스 링(240) 위에서 베이스 링(240) 내로 탑재된다.  이어서, 가압 스프링(26

2)이 컨택트 홀더(242)의 상부에 장착된다.  가압 스프링(262)은 컨택트 홀더(242)의 상부 주위에서 원주 방향

으로 연장된다.  선택적으로, 컨택트 홀더(242)는 가압 스프링(262)을 수용하는 레지(ledge; 298)를 포함할 수

있다.  이어서, 상부 덮개 조립체(232)가 베이스 링 조립체(230)에 결합된다.

예시적인 실시예에서, 칼라(260)는 베이스 링(240)에 결합된다.  베이스 링 조립체(230)의 고정 특징부(245)는[0030]

상부 덮개 조립체(232)의 고정 특징부(276)에 결합되어 상부 덮개 조립체(232)를 베이스 링 조립체(230)에 고정

한다.  도시되는 실시예에서, 베이스 링 조립체(230)의 고정 특징부(245)는 베이스 링(240) 상의 외부 나사를

구성한다.  상부 덮개 조립체(232)의 고정 특징부(276)는 칼라(260) 상의 내부 나사를 구성한다.  칼라(260)는

칼라(260)를 조임 방향으로 회전시킴으로써 베이스 링(240) 상으로 조여진다.  칼라(260)가 조여짐에 따라, 칼

라(260)의 레지(299)가 가압 스프링(262)과 맞물린다.  칼라(260)를 더욱 조임으로써 가압 스프링(262)을 압축

하게 되며, 이에 따라 가압 스프링(262)이 컨택트 홀더(242) 내로 향하게 한다.  가압 스프링(262)에 의해 컨택

트 홀더(242) 상에 가해지는 압력은 컨택트 홀더(242)를 히트 싱크(294) 내로 아래쪽으로 향하게 한다.  컨택트

홀더(242)의 하부 표면(280)은 LED 패키지(216)를 가압하여 LED 패키지(216)가 히트 싱크(294) 내로 향하게 한

다.  가압 스프링(262)에 의해 컨택트 홀더(242) 상에 가해지는 압력은 LED 패키지(216)를 히트 싱크(294)에 대

하여 유지한다.  가압 스프링(262)은 LED 패키지(216)와 히트 싱크(294) 사이의 효율적인 열 전달을 제공하도록

LED 패키지(216) 상의 적절한 압력을 유지한다.

LED 패키지(216)의 하부와 히트 싱크(294) 사이에 열 인터페이스가 정의되며, 열은 LED 패키지(216)로부터 히트[0031]

싱크(294) 내로 전달된다.  예시적인 실시예에서, 열 인터페이스 물질은 히트 싱크(294)와 LED 패키지(216) 사

이에서 제공될 수 있다.  예를 들어, 열 에폭시, 열 그리스, 또는 열 시트나 필름이 히트 싱크(294)와 LED 패키

지(216) 사이에서 제공될 수 있다.  열 인터페이스 물질은 히트 싱크(294)와 LED 패키지(216) 사이의 열 전달을

증가시킨다.  컨택트 홀더(242)에 의해 LED 패키지(216) 상에 가해지는 하향 압력은 히트 싱크(294)와 LED 패키

지(216) 사이에 양호한 열적 접속을 유지한다.  가압 스프링(262)은 컨택트 홀더(242)에 대하여 가압되어 하향

압력을 컨택트 홀더에 가한다.  가압 스프링(262)은 컨택트 홀더(242) 상의 이러한 하향 압력을 유지하여 LED

패키지(216)가 히트 싱크(294)를 가압하게 한다.  가압 스프링(262)은 LED 패키지(216)와 히트 싱크(294) 간의

열적 접촉을 유지하도록 LED 패키지(216) 상에 필요한 양의 힘을 유지한다.

일단  칼라(260)가  베이스  링(240)에  결합되면,  광학  홀더(264)와  광학  부품(234)이  칼라(260)에  결합될  수[0032]

있다.  예시적인 실시예에서, 광학 부품(234)의 립(lip; 265)은 광학 홀더(264)의 슬롯(267)에 수용된다.  조립

동안, 광학 홀더(264)는 광학 홀더(264)를 칼라(260)에 나사식으로 결합함으로써 칼라(260)에 결합된다.  나사

(270)는 나사(274)와 맞물린다.  칼라(260)에 대한 광학 홀더(264)의 회전량은 다이오드(222)에 대한 광학 부품

(234)의 수직 위치를 정의한다.  광학 부품(234)은 칼라(260)에 대한 광학 홀더(264)의 위치를 제어함으로써 다

이오드(222)에 대하여 가변적으로 위치할 수 있다.  다이오드(222)에 대한 광학 부품(234)의 위치는 광 모듈

(210)의 광 효과를 제어한다.
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도 5는 대안적인 컨택트 홀더(300)의 하부 사시도이다.  컨택트 홀더(300)는 제 1 표면(304)과 제 2 표면(306)[0033]

을 갖는 회로 기판(302)을 포함한다.  회로 기판(302)은 전력 케이블의 단부에서 제공되는 전력 커넥터(310)와

정합하기 위한 전력 커넥터 인터페이스(308)를 포함한다.  도시되는 실시예에서, 전력 커넥터 인터페이스는 전

력 커넥터(310)가 회로 기판(302)에 정합될 수 있고 회로 기판으로부터 정합 해제될 수 있게 하는 분리가능한

인터페이스를 정의한다.  클립(312)은 전력 커넥터(310)를 회로 기판(302)에 고정하도록 전력 커넥터 인터페이

스(308)에 배치된다.  전력 커넥터 인터페이스(308)는 제 1 표면(304)을 따라 노출되는 컨택트 패드(314)를 포

함한다.  전력 커넥터(310)는 전력 커넥터(310)간의 전기적 접속을 제공하도록 컨택트 패드(314)에 정합되는 개

별적인 컨택트(도시되지 않음)를 포함한다.  전력 커넥터(310)는 대안적인 실시예에서는 상이한 부품들을 사용

하는 다른 방식으로 회로 기판(302)에 전기적으로 접속될 수 있다.

전력 컨택트(316)는 회로 기판(302)에 전기적으로 접속된다.  도시되는 실시예에서, 전력 컨택트(316)는 회로[0034]

기판(302)을 통해 연장되는 비아(via)에 수용된다.  대안적으로, 전력 컨택트(316)는 회로 기판(302)에 표면 실

장될 수 있다.  전력 컨택트(316)는 제 1 표면(304)으로부터 외측으로 연장되는 스프링 빔(318)을 포함한다.

스프링 빔(318)은 편향되도록 구성되며, (도 2에 도시되는) 광 엔진(214)의 (도 2에 도시되는) 전력 단자(220)

에 정합되는 경우 스프링력을 제공한다.  예시적인 실시예에서, 회로 기판(302)은 제 1 표면(304)으로부터 연장

되는 복수의 스탠드오프(stand off; 320)를 포함한다.  스탠드오프(320)는 LED 패키지에 장착되는 경우 LED 패

키지(216)와 맞물리도록 구성된다.  회로 기판(302)은 자신을 관통하는 개구부(322)를 포함한다.  개구부(322)

는 (도 2에 도시되는) 다이오드(222)와 정렬되어 다이오드(222)로부터 방출되는 광이 회로 기판을 통과할 수 있

도록 구성된다.

도 6은 예시적인 실시예에 따라 형성되는 광 모듈(328)의 부분 단면도이다.  광 모듈(328)은 광 엔진(214)과 함[0035]

께 사용하도록 구성된다.  상이한 유형의 광 엔진들이 대안적인 실시예들에서 이용될 수 있다.  광 모듈(328)은

광 엔진(214)에 대하여 광학 부품(334)을 유지하도록 협동하는 베이스 링 조립체(330)와 상부 덮개 조립체(32

2)를 포함한다.  다이오드(220)로부터 방출되는 광은 광학 부품(334) 내로 방출되며, 광학 부품(334)에 의해 광

모듈(328)로부터 방출된다.  

베이스 링  조립체(330)는  베이스 링(340)과  컨택트 홀더(300)를  포함한다.   베이스 링(340)은  히트 싱크와[0036]

같은, 다른 구조에 장착되도록 구성된다.  베이스 링(340)은 컨택트 홀더(300)를 유지한다.  베이스 링(340)은

또한 LED 패키지(216)를 유지한다.  예시적인 실시예에서, 베이스 링(340)은 LED 패키지(216)를 내부에 수용하

는 개구부(342)를 포함한다.  선택적으로, LED 패키지(216)는, 예를 들어, 광 모듈(328)의 조립 및/또는 광 모

듈(328)의 히트 싱크로의 장착 동안, 일반적으로 LED 패키지(216)의 위치를 베이스 링(340) 내에 유지하도록 개

구부(342) 내의 억지 끼워 맞춤을 통해 유지될 수 있다.  베이스 링(340)은 상부 덮개 조립체(332)를 베이스 링

조립체(330)에 고정하기 위한 고정 특징부(344)를 포함한다.  예시적인 실시예에서, 고정 특징부(344)는 베이스

링(340) 상의 외부 나사를 구성한다.  다른 유형의 고정 특징부가 다른 실시예들에서 이용될 수 있다.

상부 덮개 조립체(332)는, 상부 덮개 조립체(332)와 베이스 링 조립체(330) 사이에 배치되도록 구성되는 가압[0037]

스프링(362) 및 칼라(360)를 포함한다.  칼라(360)는 광학 부품(334)을 유지하기 위한 광학 홀더로서 기능을 한

다.  예시적인 실시예에서, 광학 부품(334)은, 칼라(360)에 결합되며, 칼라(360)에 대하여 고정된 위치에서 칼

라에 고정된다.  대안적으로, 광학 홀더와 같은 부가적인 부품이 광학 부품(334)을 유지해기 위해 제공될 수 있

으며, 광학 홀더는 칼라(360)에 대한 광학 부품(334)의 위치를 변경하도록 칼라(360)에 대하여 이동가능하다.

칼라(360)는 가압 스프링(362)을 수용하는 레지(364)를 포함한다.  조립되면, 가압 스프링(362)은 레지(364)와[0038]

컨택트 홀더(300) 사이에서 유지된다.  가압 스프링(362)은 컨택트 홀더(300)를 LED 패키지(216) 내로 힘을 가

하는 하향 압력을 컨택트 홀더(300) 상에 가한다.  가압 스프링(362)에 의해 발생하는 하향 압력은 LED 패키지

(216)를 히트 싱크에 대하여 유지하는 데 일조한다.  도시되는 실시예에서, 가압 스프링(362)은 웨이비 구성

(wavy configuration)으로 레지(364)와 컨택트 홀더(300) 사이에 연장되는 웨이브 스프링을 구성한다.  컨택트

홀더에 대하여 하향 압력을 생성하기 위해 다른 유형의 스프링이 다른 실시예들에서 이용될 수 있다.

예시적인 실시예에서, 상부 덮개 조립체(332)는 고정 특징부(366)를 포함한다.  도시되는 실시예에서, 고정 특[0039]

징부(366)는 칼라(360) 상의 내부 나사를 구성한다.  다른 실시예들에서는, 다른 유형의 고정 특징부가 이용될

수 있다.  고정 특징부(366)는 베이스 링 조립체(330)의 고정 특징부(344)와 맞물려 상부 덮개 조립체(332)를

베이스 링 조립체(330)에 고정한다.  예를 들어, 조립 동안, 칼라(360)는, 고정 특징부(344)의 나사와 맞물리는

고정 특징부(366)의 나사를 이용하여 베이스 링(340)에 회전 가능하게 결합된다.  칼라(360)가 조여짐에 따라,

레지(364)가 가압 스프링(362)을 하향 가압하여 가압 스프링(362)이 컨택트 홀더(300)의 회로 기판(302)에 대하
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여 압축되게 한다.  이러한 압축은 컨택트 홀더(300)가 LED 패키지(216)로 하향하게 하는 스프링력을 컨택트 홀

더(300) 상으로 가한다.  스탠드오프(320)는 LED 패키지(216)의 기판(218) 및 회로 기판(302) 사이에서 연장된

다.  가압 스프링(362)의 하향 압력은 스탠드오프(320)에 의해 LED 패키지(216)에 전달된다.  가압 스프링(36

2)은 LED 패키지(216)와 히트 싱크 사이에 효율적인 열 전달을 제공하도록 LED 패키지(216) 상의 적절한 압력을

유지한다.  하향 압력은 LED 패키지와 히트 싱크 사이의 양호한 열 전달을 보장하도록 히트 싱크에 대하여 LED

패키지(216)를 유지한다.

도 7은 대안적인 광 모듈(400)의 분해도이다.  광 모듈(400)은 컨택트 홀더(300)의 광 엔진(214)과 함께 사용된[0040]

다.  다른 유형의 광 엔진이 대안적인 실시예들에서 이용될 수 있다.  부가적으로, 다른 유형의 컨택트 홀더가

대안적인 실시예들에서 이용될 수 있다.

광 모듈(400)은 베이스 링 조립체(430)와 상부 덮개 조립체(432)를 포함한다.  상부 덮개 조립체(432)는 베이스[0041]

링 조립체(430)에 결합되도록 구성된다.  베이스 링 조립체(430)는 히트 싱크와 같은, 다른 구조에 장착되도록

구성된다.  베이스 링 조립체(430)는 광 엔진(214)을 유지한다.  베이스 링 조립체(430)는 파스너(434)를 사용

하여 히트 싱크에 결합될 수 있다.  다른 유형의 고정 수단이 대안적인 실시예들에서 이용될 수 있다.  상부 덮

개 조립체(432)는 (도 9에 도시되는) 광학 부품(436)을 유지하도록 구성된다.  도시되는 실시예에서, 광학 부품

(436)은 반사기를 구성하지만, 대안적인 실시예들에서는, 광 모듈(400) 내에 다른 유형의 광학 부품이 이용될

수 있다.

베이스 링 조립체(430)는 히트 싱크에 장착되도록 구성되는 베이스 링(440)을 포함한다.  베이스 링 조립체[0042]

(430)는 또한 컨택트 홀더(300)를 포함한다.  광 엔진(214)과 컨택트 홀더(300)는 베이스 링(440)에 수용되어

베이스 링(440)에 고정된다.  베이스 링 조립체(430)는 또한 파스너(434)를 포함한다.  선택적으로, 광 엔진

(214)을 히트 싱크에 대하여 유지하기 위해 파스너(434)가 이용될 수 있다.  도시되는 실시예에서, 파스너(43

4)는 상부 덮개 조립체(432)를 베이스 링 조립체(430)에 고정하기 위한 고정 특징부를 구성한다.  파스너(434)

는 이하에서 고정 특징부(434)라 지칭될 수 있다.  다른 유형의 고정 특징부가 대안적인 실시예들에서 이용될

수 있다.  예를 들어, 고정 특징부는, 나사, 베이요넷식(bayonet type) 고정 특징부, 또는 상부 덮개 조립체

(432)를 베이스 링 조립체(430)에 고정하는 다른 부품을 구성할 수 있다.

상부 덮개 조립체(432)는 칼라(460) 및 가압 스프링(462)을 포함한다.  칼라(460)는 장착 특징부(464)를 포함하[0043]

고, 가압 스프링(462)은 가압 스프링(462)을 칼라(460)에 고정하기 위해 칼라(460)의 장착 특징부(464)와 맞물

리는 장착 특징부(466)를 포함한다.  가압 스프링(462)은 스프링 판(468) 및 스프링 판(468)으로부터 상측으로

연장되는 측벽(470)을 포함한다.  장착 특징부(466)는 측벽(470)으로부터 연장된다.  예시적인 실시예에서, 스

프링 판(468)은 개구부(474) 주위에서 원주 방향으로 연장되는 복수의 스프링 소자(472)를 포함한다.  스프링

소자들(472)의 각각은 서로 분리되어 있으며 개별적인 편향 가능하다.  예를 들어, 슬릿들이 스프링 판(468)에

서 절단되어 스프링 소자들(472)를 정의한다.  조립시, 스프링 소자들(472)은 컨택트 홀더(300)와 맞물리며, 컨

택트 홀더(300) 상에 스프링력을 제공하여 컨택트 홀더(300)가 광 엔진(214)을 가압하게 한다.  광 엔진(214)

상의 하향 압력은 광 엔진(214)과 히트 싱크 사이의 열 인터페이스을 유지한다.  가압 스프링(462)은 히트 싱크

와 광 엔진(214)의 열 접촉을 유지하여 이들 사이의 양호한 열 전달을 보장하기 위해 하향력을 제공한다.

예시적인 실시예에서, 가압 스프링(462)은 상부 덮개 조립체(432)를 베이스 링 조립체(430)에 고정하는 데 사용[0044]

되는 하나 이상의 고정 특징부(476)를 포함한다.  예를 들어, 고정 특징부(476)는 베이스 링 조립체(430)의 고

정 특징부(434)와 맞물리도록 구성된다.  도시되는 실시예에서, 고정 특징부(476)는 파스너(434)와 맞물리도록

구성되는 베이요넷식 커넥터를 구성한다.  베이요넷식 커넥터는 측벽(470)에 의해 정의된다.  측벽(470)은 상측

으로 경사면(ramp)을 이루며, 스프링 판(468)으로부터 측정되는 균일하지 않은 높이를 갖는다.  측벽(470)은 경

사면(478)의 단부에서 내부에 형성되는 노치(480)를 갖는다.  파스너(434)는 상부 덮개 조립체(432)가 베이스

링 조립체와 정합될 때 노치(480) 내에서 유지된다.

도 8은 조립된 상태의 광 모듈(400)의 상부 사시도이다.  도 9는 조립된 상태의 광 모듈(400)의 단면도이다.[0045]

조립 동안, 베이스 링 조립체(430)는 히트 싱크 또는 기타 지지 구조에 장착된다.  광 엔진(214)과 컨택트 홀더

(300)는 베이스 링(440) 내에 유지된다.  베이스 링(440)은 파스너(434)를 사용하여 히트 싱크에 고정된다.  도

시되는 실시예에서, 파스너(434)는 히트 싱크에 나사식으로 결합되도록 구성되는 나사형 파스너이다.  파스너

(434)는 하부 헤드(490)와 상부 헤드(492)를 갖는 이중 헤드 파스너이다.  하부 및 상부 헤드(490, 492) 사이에

공간이 생성된다.  상부 헤드(492)는 베이스 링(440) 위에 위치한다.

상부 덮개 조립체(432)는 장착 특징부(464, 466)를 사용하여 가압 스프링(462)을 칼라(460)에 결합함으로써 조[0046]
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립된다.  광학 부품(436)은, 상부 덮개 조립체(432)가 베이스 링 조립체(430)에 결합되기 전에 또는 결합된 후

에, 상부 덮개 조립체(432)에 결합될 수 있다.

조립 동안, 상부 덮개 조립체(432)는, 상부 헤드(492)가 가압 스프링(462)의 절단부(cutout; 494)를 관통함으로[0047]

써, 베이스 링 조립체(430) 상으로 하강하게 된다.  상부 덮개 조립체(432)는 가압 스프링(462)이 컨택트 홀더

(300) 상에 배치될 때까지 베이스 링 조립체(430) 상으로 탑재된다.  이어서, 상부 덮개 조립체(432)는 잠금 위

치를 향하여, 예를 들어 시계 방향으로 회전된다.  상부 덮개 조립체(432)가 회전할 때, 경사면(478)은 상부 헤

드(492)와 맞물린다.  상부 덮개 조립체(432)는 상부 헤드(492)가 측벽(470)의 노치(480)에 수용될 때까지 회전

된다.

조립 동안, 경사면(478)이 상부 헤드(492)를 향하여 회전함에 따라, 가압 스프링(462)이 하향으로 가압된다.[0048]

예를 들어,  스프링 소자들(472)은 컨택트 홀더(300)를 향하여 하향으로 가압된다.   개별적인 스프링 소자들

(472)은 회로 기판(302)의 제 2 표면(306)과 맞물린다.  스프링 소자들(472)은 회로 기판(302)과 맞물리면 편향

된다.  이러한 편향은 회로 기판(302)이 광 엔진(214)을 향하게 하는 스프링력을 회로 기판(302) 상에 가한다.

스프링력은 회로 기판(302)에 하향 압력을 가하며, 이러한 압력은 광 엔진(214)에 전달된다.  하향 압력은 히트

싱크에 대하여 광 엔진(214)을 유지한다.  하향 압력은 스탠드오프(320)에 의해 회로 기판(302)으로부터 광 엔

진(214)으로 전달된다.  가압 스프링(462)으로부터의 회로 기판(302) 상의 하향 압력량은 광 엔진(302)과 히트

싱크 사이의 양호한 열적 접촉을 보장하기에 적절하다.  또한, 가압 스프링(462)으로부터의 하향 스프링력은 전

력 컨택트(316)를 (도 2에 도시되는) 전력 단자와의 정합하기 위한 위치에 유지하도록 회로 기판(302)이 광 엔

진(214)을 향하게 한다.  따라서, 전력 컨택트(316)는 전력 단자(220)와의 전력 접속을 생성하도록 전력 단자

(220)에 대하여 스프링 편향된다.

전력 컨택트(316)는 전력 단자(220)와의 전력 접속을 생성하도록 전력 단자(220)에 대하여 스프링 편향되는 스[0049]

프링 빔(318)을 포함한다.  전력 컨택트(316)는 분리가능한 인터페이스에서 전력 단자(220)에 접속된다.  예를

들어, 전력 컨택트(316)와 전력 단자(220) 사이에 비영구적 접속을 이루어진다.  전력 컨택트(316)와 전력 단자

(220) 사이의 전기적 접속을 생성하는 데 어떠한 솔더도 요구되지 않는다.

예시적인 실시예에서, 광 모듈(400)은 광 모듈의 다양한 부품들을 수리 또는 교체하기 위해 분해될 수 있다.[0050]

예를 들어, 회로 기판(302) 및/또는 광 엔진(214)을 교체하기 위해 상부 덮개 조립체(432)가 제거될 수 있다.

베이스 링(440)은 히트 싱크에 결합된 상태에 있는 동안 회로 기판(302) 및/또는 광 엔진(214)을 교체할 수 있

다.

도 10은 대안적인 컨택트 홀더(500)의 하부 사시도이다.  컨택트 홀더(500)는 제 1 표면(504)과 제 2 표면(50[0051]

6)을 갖는 회로 기판(502)을 포함한다.  회로 기판(502)은 전력 케이블의 단부에 제공되는 전력 커넥터와의 정

합하기 위한 전력 커넥터 인터페이스(508)를 포함한다.  도시되는 실시예에서, 전력 커넥터 인터페이스는 전력

커넥터가 회로 기판(502)과 정합되고 정합 해제되게 하는 분리가능한 인터페이스를 정의한다.  클립(512)은 전

력 커넥터를 회로 기판(502)에 고정하도록 전력 커넥터 인터페이스(508)에 제공된다.  전력 커넥터는 대안적인

실시예에서 상이한 부품들을 사용하여 상이한 방식으로 회로 기판(502)에 전기적으로 접속될 수 있다.

전력 컨택트(516)는 회로 기판(502)에 전기적으로 접속된다.  도시되는 실시예에서, 전력 컨택트(516)는 회로[0052]

기판(502)을 통해 연장되는 비아에 수용된다.  대안적으로, 전력 컨택트(516)는 회로 기판(502)에 표면 실장될

수 있다.  전력 컨택트(516)는 제 1 표면(504)으로부터 외측으로 연장되는 스프링 빔(518)을 포함한다.  스프링

빔(518)은 편향되도록 구성되며, (도 2에 도시되는) 광 엔진(214)의 (도 2에 도시되는) 전력 단자(220)에 정합

되면 스프링력을 제공한다.

하나 이상의 전자 부품(520)이 회로 기판(502)에 장착된다.  전자 부품(520)은 회로 기판(502)의 전력 기법[0053]

(power scheme)을 제어할 수 있다.  선택적으로, 전자 부품(520)은 온도 센서일 수 있다.  다른 유형의 전자 부

품이 대안적인 실시예들에서 이용될 수 있다.  전자 부품(520)은 조명을 제어하기 위한 마이크로프로세서 또는

다른 유형의 제어기일 수 있다.  회로 기판(502)은 자신의 한 변을 따라 개구부(522)를 포함한다.  개구부(52

2)는 (도 2에 도시되는) 다이오드(222)와 정렬되어 다이오드(222)로부터 방출되는 광이 회로 기판(502)을 통과

할 수 있도록 구성된다.

도 11은 예시적인 실시예에 따라 형성되는 광 모듈(528)의 부분 단면도이다.  광 모듈(528)은 광 엔진(214)과[0054]

함께 사용하도록 구성된다.  다른 유형의 광 엔진이 대안적인 실시예들에서 이용될 수 있다.  광 모듈(528)은,

광 엔진(214)에 대하여 광학 부품(534)을 유지하도록 협동하는 베이스 링 조립체(530)와 상부 덮개 조립체(53
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2)를 포함한다.  다이오드(220)로부터 방출되는 광은 광학 부품(534) 내로 방출되며, 광학 부품(534)에 의해 광

모듈(528)로부터 방출된다.

베이스 링  조립체(530)는  베이스 링(540)과  컨택트 홀더(500)를  포함한다.   베이스 링(540)은  히트 싱크와[0055]

같은, 다른 구조에 장착되도록 구성된다.  베이스 링(540)은 컨택트 홀더(500)를 유지한다.  베이스 링(540)은

또한 LED 패키지(216)를 유지한다.  예시적인 실시예에서, 베이스 링(540)은 LED 패키지(216)와 정렬되는 개구

부(542)를 포함한다.  베이스 링(540)은 개구부(542)가 다이오드(220)와 정렬되도록 LED 패키지(216) 위에 장착

된다.

상부 덮개 조립체(532)는, 상부 덮개 조립체(532)와 광학 부품(534) 사이에 위치하도록 구성되는 가압 스프링[0056]

(562) 및 칼라(560)를 포함한다.  칼라(560)는 광학 부품(534)을 유지하기 위한 광학 홀더로서 기능을 한다.

예시적인 실시예에서, 광학 부품(534)은, 칼라(560)에 결합되고, 칼라(560)에 대하여 고정된 위치에서 칼라에

고정된다.   대안적으로,  광학  부품(534)을  유지하기  위해  광학  홀더와  같은,  부가적인  부품이  제공될  수

있으며, 광학 홀더는 칼라(560)에 대한 광학 부품(534)의 위치를 변경하도록 칼라(560)에 대하여 이동가능하다.

칼라(560)는 가압 스프링(562)을 수용하는 레지(564)를 포함한다.  조립되면, 가압 스프링(562)은 레지(564)와[0057]

광학 부품(534) 사이에서 유지된다.  가압 스프링(562)은 광학 부품(534)을 LED 패키지(216) 내로 가압하는 하

향 압력을 광학 부품(534) 상에 가한다.  가압 스프링(562)에 의해 생성되는 하향 압력은 히트 싱크에 대하여

LED 패키지(216)를 유지하는 데 일조한다.  칼라(560)가 조여짐에 따라, 레지(564)는 가압 스프링(562)을 하향

가압하여 광학 부품(534)에 대하여 가압 스프링(562)을 압축시킨다.  도시되는 실시예에서, 가압 스프링(562)은

레지(564)와 광학 부품(534) 사이에 연장되는 웨이브 스프링을 구성한다.  대안적인 실시예들에서는, 컨택트 홀

더를 가압하는 하향 압력을 생성하기 위해 다른 유형의 스프링이 이용될 수 있다.

도 12는  광  모듈(528)의  분해도이다.   컨택트 홀더(500)는  베이스 링(540)  내에 탑재되는 것으로 도시되어[0058]

있다.  컨택트 홀더(500)는 파스너(570)를 사용하여 베이스 링(540) 내에 고정된다.  파스너(570)를 조이면, 컨

택트 홀더(500)와 베이스 링(540)은 LED 패키지(216)를 하향 가압하게 된다.  전력 컨택트(516)는 전력 단자

(220)에 대하여 편향된다.  

베이스 링 조립체(530)는 광학 부품(534)의 대응하는 장착 특징부(574)를 수용하는 장착 특징부(572)를 포함한[0059]

다.  도시되는 실시예에서, 장착 특징부(572)는, 상보적 장착 특징부(574)를 수용하기 위한 위치, 크기 및 형상

으로 배치되는 개구부를 구성한다.  장착 특징부(572)는 광학 부품(534)을 베이스 링(540)에 대하여 정확한 위

치에 배치한다.

베이스 링 조립체(530)는 상부 덮개 조립체(532)를 베이스 링 조립체에 고정하는 데 사용되는 고정 특징부(57[0060]

6)를 포함한다.  상부 덮개 조립체(532)는 고정 특징부(576)와 맞물려 상부 덮개 조립체(532)를 베이스 링 조립

체(530)에 고정하는 상보적 고정 특징부(578)를 포함한다.  도시되는 실시예에서, 고정 특징부들(576, 578)은

베이요넷식 결합을 정의한다.  고정 특징부(576)는 베이스 링(540)의 측벽에 형성되는 리세스 트랙을 구성한다.

고정 특징부(578)는, 리세스 트랙에 수용되어 상부 덮개 조립체(532)를 베이스 링 조립체(530)에 고정하도록 구

성되는, 칼라(50)의 측벽으로부터 내측으로 연장되는 돌출부를 구성한다.  대안적으로, 고정 특징부(576)는 측

벽으로부터 외측으로 연장되는 돌출부를 구성할 수 있으며, 고정 특징부(578)는 칼라(560)의 측벽의 내면에서의

리세스 트랙을 구성할 수 있다.  대안적인 실시예들에서는, 다른 유형의 고정 특징부들(576, 578)이 이용될 수

있다.  예를 들어, 고정 특징부들(576, 578)은 칼라(560)와 베이스 링(540) 사이의 나사형 결합을 가능하게 하

는 측벽 상의 나사를 구성할 수 있다.  고정 특징부들(576, 578)의 다른 예로는, 베이스 링(540)에 대하여 칼라

(560)를 고정하는 데 사용되는 래치, 핀, 파스너, 등이 있다.

예시적인 실시예에서, 고정 특징부(576)는 캠표면(580) 및 캠 표면(580)의 단부에서의 잠금 노치(582)를 포함한[0061]

다.  캠표면(580)은, 상부 덮개 조립체(532)가 정합 방향으로 회전할 때 고정 특징부(578)가 캠표면(580)을 따

라 타도록 경사진다.  고정 특징부(578)가 캠표면(580)을 따라 타게 되면, 상부 덮개 조립체(532)는 베이스 링

조립체(530)를 향하여 하측으로 이동하게 된다.   상부 덮개 조립체(532)가 하측으로 이동하면,  가압 스프링

(562)이 광학 부품(534)에 대하여 압축된다.

조립 동안, 상부 덮개 조립체(532)는 고정 특징부(578)가 잠금 노치(582)에 수용될 때까지 정합 방향으로 회전[0062]

한다.  잠금 노치(582)는 캠표면(580)으로부터 상측으로 노칭(notch)되어 고정 특징부(578)를 수용하는 공간을

제공한다.  고정 특징부(578)가 잠금 노치(582)에 수용되면, 일반적으로 정합 방향의 반대 방향인 상부 덮개 조

립체(532)의 정합 해제 방향으로의 회전이 제한된다.
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부호의 설명

210: 광 모듈[0063]

212: 장치

214: 광 엔진

216: LED 패키지

222: 다이오드

도면

도면1
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도면2

도면3
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도면4

도면5
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도면6
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도면7
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도면8

도면9

등록특허 10-1817357

- 19 -



도면10

도면11
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도면12
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